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　2005 年 3月、 米国のパデュー大学で開催された「Workshop on Electrothermal Co-Design 























































部を持たずに動く solid-state refrigerator 等も構成
要素としており、提案者らは、これを ICE-cubed
（3‐D integrally cooled electronics）と呼んでいる。
　本センターの活動は、①省電力素子の開発や設
計への注力による発熱の抑制、②新冷却技術の開
発、③複雑な多層構造の ICE‐cubed プロセッサ
開発に向けた多様なコンポーネントの最適配置を
支援する設計自動化ソフトウエアの開発などを目
指すもので、具体的には、小型熱センサ、電力供
給システム技術、多様な冷却素子、冷却液を循環
するための微小ポンプ、チップの発熱を利用した
発電などが検討項目として挙げられている。また、
本センターは、８大学からの専門家で構成される
予定であり、学生の教育、大学・企業間の人材交
流も意識している。
　本センター構想は、現在、NSF（National 
Science Foundation）に申請中であり、ファンドが
通れば2006年６月からの運営を目指す。
参考文献：http://news.uns.purdue.edu/html4ever/2005/050415.Garimella.chipctr.html（2005. 4. 15）
